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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月21日(2011.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散溶剤と、前記分散溶剤に接触すると膨潤する樹脂からなる絶縁性粒子と、前記分散
溶剤に接触しても膨潤しない導電性粒子と、前記分散溶剤に溶解する接着剤樹脂とを混合
し、接着剤を製造する製造方法であって、
　混合前の前記絶縁性粒子の粒径を、混合によって膨潤された前記絶縁性粒子の粒径が、
前記導電性粒子の粒径未満になるようにする接着剤の製造方法。
【請求項２】
　分散溶剤と、前記分散溶剤に接触すると膨潤する樹脂からなる絶縁性粒子と、前記分散
溶剤に接触しても膨潤しない導電性粒子と、前記分散溶剤に溶解する接着剤樹脂とを混合
してペースト状の接着剤を作成した後、
　前記接着剤を加熱してフィルム化するフィルム状の接着剤の製造方法であって、
　混合前の前記絶縁性粒子の粒径を、前記接着剤の加熱によって膨潤された前記絶縁性粒
子の粒径が、前記導電性粒子の粒径未満になるようにする接着剤の製造方法。
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【請求項３】
　前記分散溶剤として、メチルエチルケトンと、トルエンと、プロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセテートと、酢酸エチルとからなる有機溶剤群より選択されるいずれか
１種類以上の有機溶剤を含有するものを用い、
　前記絶縁性粒子としてメタクリル樹脂を主成分とする樹脂粒子を用いる請求項１又は請
求項２のいずれか１項記載の接着剤の製造方法。
【請求項４】
　第一の電気部品の第一の端子と、第二の電気部品の第二の端子とを、請求項１乃至請求
項３のいずれか１項記載の前記接着剤を挟んで対向させ、
　前記第一、第二の端子間に熱と押圧力を加え、前記第一、第二の端子で前記導電性粒子
を挟み込む電気部品の接続方法。
【請求項５】
　前記第一の電気部品として、基板を有し、前記基板の縁部分に前記第一の端子が配置さ
れたものを用いる請求項４記載の電気部品の接続方法。
【請求項６】
　前記第一、第二の電気部品と、前記第一、第二の端子と、前記接着剤とを有し、前記第
一、第二の電気部品が機械的に接続された接合体であって、
　請求項４又は請求項５のいずれか１項記載の接続方法によって、前記第一、第二の端子
とが接着された接合体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明は、分散溶剤と、前記分散溶剤に接触すると膨潤する
樹脂からなる絶縁性粒子と、前記分散溶剤に接触しても膨潤しない導電性粒子と、前記分
散溶剤に溶解する接着剤樹脂とを混合し、接着剤を製造する製造方法であって、混合前の
前記絶縁性粒子の粒径を、混合によって膨潤された前記絶縁性粒子の粒径が、前記導電性
粒子の粒径未満になるようにする接着剤の製造方法である。
　本発明は、分散溶剤と、前記分散溶剤に接触すると膨潤する樹脂からなる絶縁性粒子と
、前記分散溶剤に接触しても膨潤しない導電性粒子と、前記分散溶剤に溶解する接着剤樹
脂とを混合してペースト状の接着剤を作成した後、前記接着剤を加熱してフィルム化する
フィルム状の接着剤の製造方法であって、混合前の前記絶縁性粒子の粒径を、前記接着剤
の加熱によって膨潤された前記絶縁性粒子の粒径が、前記導電性粒子の粒径未満になるよ
うにする接着剤の製造方法である。
　本発明は、接着剤の製造方法であって、前記分散溶剤として、メチルエチルケトンと、
トルエンと、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートと、酢酸エチルとから
なる有機溶剤群より選択されるいずれか１種類以上の有機溶剤を含有するものを用い、前
記絶縁性粒子としてメタクリル樹脂を主成分とする樹脂粒子を用いる接着剤の製造方法で
ある。
　本発明は電気部品の製造方法であって、第一の電気部品の第一の端子と、第二の電気部
品の第二の端子とを、前記接着剤を挟んで対向させ、前記第一、第二の端子間に熱と押圧
力を加え、前記第一、第二の端子で前記導電性粒子を挟み込む電気部品の接続方法である
。
　本発明は電気部品の製造方法であって、前記第一の電気部品として、基板を有し、前記
基板の縁部分に前記第一の端子が配置されたものを用いる電気部品の接続方法である。
　本発明は、前記第一、第二の電気部品と、前記第一、第二の端子と、前記接着剤とを有
し、前記第一、第二の電気部品が機械的に接続された接合体であって、請求項４又は請求
項５のいずれか１項記載の接続方法によって、前記第一、第二の端子とが接着された接合
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体である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　熱硬化性樹脂は特に限定されないが、エポキシ樹脂と、マイクロカプセル化アミン系硬
化剤を硬化剤に用いたアニオン硬化系エポキシ樹脂やオニウム塩を硬化剤に用いたカチオ
ン硬化系エポキシ樹脂、有機過酸化物を硬化剤に用いたラジカル硬化系樹脂等を用いるこ
とができる。
　異方導電性接着剤の固形分には、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、硬化剤、シラン以外に
も、フィラー、着色剤等種々の添加剤を添加することができる。
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